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1. паспорт рабочей ПРОГРАММы
1.1. Аннотация к рабочей программе

Настоящая рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 11.01.01. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Программа профессионального модуля обеспечивает подготовку квалифицированных рабочих для выполнения монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники.

 
Сферой деятельности выпускников являются организации, выпускающие продукцию в области современного радиоэлектронного производства.
1.2. Требования к результатам освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям
Результатом освоения данного профессионального модуля является освоение студентами следующих компетенций, практического опыта, знаний и умений:

	Результаты освоения


	Основные показатели

оценки результата

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.


	на уроках при ответах на вопросы приводит примеры из жизни; говорит о своих жизненных планах, связанных с выбранной  профессией; спрашивает о перспективах развития профессиональной карьеры

	OK 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.


	в установленные сроки выполняет домашние задания; 

оценивает свою работу в критериях, установленных преподавателем, руководителем; под руководством преподавателя разрабатывает план и готовит выступление

	ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.


	выбирает метод решения рабочей ситуации из предложенных преподавателем, руководителем; 

сравнивает результат собственной деятельности с образцом решения профессиональной задачи;

проводит работу над ошибками с учетом замечаний и рекомендаций преподавателя, руководителя

	ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.


	в отведенное время находит нужную информацию в Интернете; анализирует информацию  и  рассуждает по теме, использует собранную информацию для решения профессиональных задач

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.


	готовит задания и поручения в виде презентаций;

при подготовке д/з и ответах на уроках ссылается на интернет-ресурсы; при подготовке заданий использует специальное программное обеспечение

	ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.


	устанавливает и поддерживает хорошие отношения с сокурсниками и преподавателями; делиться своими знаниями и опытом, чтобы помочь другим;

выслушивает мнение сокурсников и преподавателей и признает их знания и навыки; активно вносит вклад в работу других

	ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
	занимается в спортивных секциях;  не имеет вредных привычек;

говорит о желании идти в ряды Российской Армии.

	ПК 1.1. Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек индуктивности, трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных узлов на микроэлементах, сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, а также монтаж больших групп сложных радиоустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры
	Выбирает необходимую технологию для сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной техники

	
	Использует инструменты и  приспособления  для выполнения соответствующих видов   работ по монтажу и демонтажу устройств, блоков

	
	Проверяет маркировку  радиоэлементов на соответствие конструкторской документации  

	
	Осуществляет формовки, пайки элементов, промывки мест пайки          

радиоаппаратуры при различных способах монтажа

	
	Соблюдает  требования по безопасности труда при сборке, монтаже и демонтаже устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной техники

	ПК 1.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной техники
	Использует технологии при выполнении соответствующих видов   работ по монтажу и демонтажу устройств, блоков.

	
	Показывает точность и скорость выполнения сборки и монтажа узлов и приборов по ТД.

	
	Определяет виды брака при пайке

	
	Устраняет брак  в электромонтажных работах

	ПК 1.3 Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой проводов и соединений для подготовки к монтажу и производить укладку силовых и высокочастотных кабелей по схемам с их подключением и прозвонкой
	Выбирает необходимую технологию для подготовки к монтажу монтажных проводов и укладке силовых и высокочастотных кабелей  по схемам с их подключением и прозвонкой.

	
	Производит лужение проводов, правильно выбирает  необходимые в конкретном случае  провода, шнуры, кабели.

	
	Использует измерительные приборы  для контроля.

	
	Определяет неисправности  во время 

прозвонки силовых и высокочастотных кабелей

	ПК 1.4. Обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, изготовлять средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам, вязать средние и сложные монтажные схемы
	Обоснованно подбирает необходимую технологию для выполнения вязки жгутов по шаблонам.

	
	Изготавливает   шаблоны  для жгута по монтажным и принципиальным схемам;

	
	Соблюдает технологические операции вязки 

внутриблочных, межблочных жгутов скорость, правильность и качество обработки, вязки жгутов.

	
	Соблюдает требования при механическом креплении

жгутов в корпусе изделия

	
	Выполняет      прозвонку и биркование жгута  различными способами

	ПК 1.5. Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, схемам подключения и расположения
	Подбирает радиоэлементы на соответствие конструкторской документации  

	
	Проверяет маркировку радиоэлементов на соответствие конструкторской документации    

	
	Выбирает инструменты и приспособления для выполнения соответствующих видов работ по монтажу устройств, блоков

	ПК 1.6. Производить установку элементов поверхностного монтажа
	Выполняет дозированное нанесение припойной пасты на контакты печатных плат

	
	Использует руководство по эксплуатации оборудования

	
	Производит установку SMD компонентов полуавтоматом со встроенным микрокомпьютером

	
	Производит оплавление припойной пасты на контактах печатных плат

	
	Выполняет монтаж SMD компонентов

	ПК 1.7. Находить и устранять дефекты при монтаже поверхностно-монтируемых компонентов
	Определяет дефект при установке и монтаже SMD компонентов на печатной плате

	
	Определяет причину появления дефекта при нанесении пасты или установки, послужившие причиной брака 

	
	Производит  устранение дефекта на печатной плате

	Иметь практический опыт:

	- монтажа и демонтажа узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов устройств импульсной и вычислительной техники и комплектующих;

	Выполняет монтаж узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов устройств импульсной и вычислительной техники и комплектующих

	
	Выполняет демонтаж узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов устройств импульсной и вычислительной техники и комплектующих

	- сборки средней сложности и сложных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры;
	Производит сборку узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры

	- оформления технической документации на монтаж и сборку радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники
	Подготавливает необходимую техническую документацию согласно техническим требованиям

	Должен знать:

	- общую технологию производства радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
	Называет последовательность изготовления радиоэлектронной аппаратуры и приборов

	- основные виды сборочных и монтажных работ;
	Перечисляет виды сборочных и монтажных работ

	- основные электромонтажные операции;
	Описывает основные электромонтажные операции

	- виды и назначение электромонтажных материалов;
	Перечисляет виды и назначение электромонтажных материалов

	- принцип выбора и способы применения электромонтажных изделий и приборов;
	Описывает принцип выбора электромонтажных изделий и приборов

	
	Перечисляет способы применения электромонтажных изделий и приборов

	- электромонтажные соединения;
	Перечисляет виды электромонтажных соединений

	- технологию лужения и пайки;
	Описывает технологию лужения и пайки

	- требования к монтажу и креплению электрорадиоэлементов;
	Формулирует требования к монтажу и креплению электрорадиоэлементов

	- способы сварки, порядок выполнения сварочных операций;
	Перечисляет способы сварки

	
	Описывает порядок выполнения сварочных операций

	- основные методы и способы выполнения склеивания и герметизации элементов;
	Перечисляет основные методы и способы выполнения склеивания и герметизации элементов

	- устройство, назначение и принцип действия монтируемой аппаратуры и узлов;
	Описывает устройство монтируемой аппаратуры и узлов

	
	Называет назначение и принцип действия монтируемой аппаратуры и узлов

	- требования к подготовке и обработке монтажных проводов и кабелей, правила и способы их заделки, используемые материалы и инструменты;
	Называет требования к подготовке и обработке монтажных проводов и кабелей

	
	Описывает правила и способы их заделки, используемые материалы и инструменты

	- способы механического крепления проводов, кабелей, шин, технологию пайки монтажных соединений;
	Перечисляет способы механического крепления проводов, кабелей, шин

	
	Описывает технологию пайки монтажных соединений

	- сведения о припоях и флюсах, контроль качества паяных соединений;
	Перечисляет сведения о припоях и флюсах

	
	Называет методы контроля качества паяных соединений;

	- конструктивные виды печатного монтажа, технологию его выполнения;
	Описывает конструктивные виды печатного монтажа, технологию его выполнения

	- способы получения и материалы печатных плат, методы прозвонки печатных плат, техническую документацию на изготовление печатных плат;


	Называет способы получения и материалы печатных плат  

	
	Перечисляет методы прозвонки печатных плат, техническую документацию на изготовление печатных плат

	- способы и средства сборки и монтажа печатных схем;
	Называет способы и средства сборки и монтажа печатных схем

	- технические требования на монтаж навесных элементов, маркировку навесных элементов;
	Перечисляет технические требования на монтаж навесных элементов, маркировку навесных элементов

	- требования к входному контролю и подготовке электрорадиоэлементов к монтажу;
	Перечисляет требования к входному контролю и подготовке электрорадиоэлементов к монтажу

	- технологию монтажа полупроводниковых приборов, основные требования на их монтаж;


	Описывает технологию монтажа полупроводниковых приборов

	
	Перечисляет основные требования на монтаж полупроводниковых приборов

	- понятия миниатюризации радиоэлектронной аппаратуры;
	Формулирует понятия миниатюризации радиоэлектронной аппаратуры

	- функционально-узловой метод модульного конструирования аппаратуры;
	Описывает функционально-узловой метод модульного конструирования аппаратуры

	- типы интегральных микросхем, правила и технологию их монтажа, требования к контролю качества;


	Называет типы интегральных микросхем

	
	Описывает правила и технологию монтажа интегральных микросхем

	
	Перечисляет требования к контролю качества интегральных микросхем

	- техническую документацию на изготовление жгутов, правила и технологию вязки внутриблочных, межблочных жгутов и жгутов на шаблонах;
	Применяет техническую документацию на изготовление жгутов

	- применение эскизирования для изготовления шаблона;
	Описывает метод  эскизирования для изготовления шаблона

	- правила и технологию выполнения демонтажа узлов, блоков радиоэлектронной аппаратуры с частичной заменой деталей и узлов;


	Перечисляет правила  выполнения демонтажа узлов, блоков радиоэлектронной аппаратуры с частичной заменой деталей и узлов

	
	Описывает технологию выполнения демонтажа узлов, блоков радиоэлектронной аппаратуры с частичной заменой деталей и узлов

	- приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, выполненных способом объемного монтажа, правила демонтажа печатных плат;
	Называет приемы демонтажа отдельных узлов и блоков

	- конструктивные формы монтажа:

объемный, печатный, комбинированный, содержание и последовательность основных этапов;
	Перечисляет конструктивные формы монтажа

	
	Называет последовательность основных этапов

	- технологию монтажа сложных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры;
	Описывает технологию монтажа радиоэлектронной аппаратуры

	- технологическую последовательность и приемы монтажа больших групп радиоустройств;
	Описывает технологическую последовательность и приемы монтажа

	- режимы наладки технологического оборудования, правила чтения сложных принципиальных и монтажных схем, сборочных чертежей;
	Перечисляет режимы наладки технологического оборудования

	- технические условия и нормативы на сборку и монтаж импульсной и вычислительной техники, требования к их монтажу, технологию и правила монтажа устройств импульсной и вычислительной техники;


	Перечисляет технические условия и нормативы на сборку и монтаж, требования к их монтажу

	
	Описывает технологию и правила монтажа устройств импульсной и вычислительной техники

	- способы проводки и крепления жгутов, проводов и кабелей различного назначения согласно монтажным схемам, правила их подключения;


	Перечисляет способы проводки и крепления жгутов, проводов и кабелей различного назначения согласно монтажным схемам

	
	Описывает правила  подключения проводов и кабелей различного назначения

	- приемы прозвонки силовых и высокочастотных кабелей;
	Перечисляет приемы прозвонки силовых и высокочастотных кабелей

	- правила обработки жгутов сложной конфигурации, разновидности и свойства материалов, применяемых для крепления жгутов, приемы изготовления сложных шаблонов для вязки сложных монтажных схем с составлением таблиц укладки проводов;
	Описывает правила обработки жгутов, приемы изготовления  шаблонов

	
	Перечисляет разновидности и свойства материалов, применяемых для крепления жгутов

	- правила подводки схем и установки деталей и приборов, порядок комплектации изделий согласно имеющимся схемам и спецификациям
	Называет правила подводки схем и установки деталей и приборов согласно схемам

	
	Описывает порядок комплектации изделий согласно имеющимся схемам и спецификациям

	- общие сведения, технические данные компонентов поверхностного монтажа;


	Перечисляет общие сведения, технические данные компонентов поверхностного монтажа

	- особенности маркировки компонентов поверхностного монтажа;
	Называет особенности маркировки компонентов поверхностного монтажа

	- пасты, клеи, флюсы, современные материалы для бессвинцовой технологии.

	Называет   свойства и применение паст, клеев, флюсов,  материалов для бессвинцовой технологии

	Должен уметь:

	- выполнять различные виды пайки и лужения;
	Производит пайку  и лужение

	- выполнять сварку деталей и элементов радиоэлектронной аппаратуры, склеивание, герметизацию элементов конструкции;

	Владеет основными технологическими требованиями  сварки, склеивания, герметизации радиоэлектронной аппаратуры

	- выполнять тонкопроводной монтаж печатных плат;
	Владеет способами монтажа плат

	- производить разделку концов кабелей и проводов, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей;
	Использует различные способы заделки концов проводов и кабелей

	- обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой проводов и соединений для подготовки к монтажу;
	Применяет различные способы

монтажа проводов и кабелей

	- производить укладку силовых и высокочастотных кабелей по схемам с их подключением и прозвонкой;
	Использует  схемы по укладке и подключении кабелей

	- изготовлять средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам, вязать средние и сложные монтажные схемы;
	Создает шаблоны и 

 вяжет жгуты по схемам

	- собирать изделия по определенным схемам;


	Выполняет монтаж по сборочному чертежу и схемам

	- изготовлять сборочные приспособления;


	Сопоставляет результат выполненного приспособления с заданным эталоном. 

	- производить сборку радиоэлектронной аппаратуры на интегральных микросхемах;
	Выполняет монтаж микросхем 

	- выполнять приработку механических частей радиоэлектронной аппаратуры, приборов, узлов;
	Применяет различные способы
приработки механических частей радиоэлектронной аппаратуры

	- применять различные приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, выполненных способом объемного монтажа, выполнять правила демонтажа печатных плат;
	Производит  демонтаж узлов и блоков разными способами 

	- наносить паяльную пасту с помощью дозатора и методом трафаретной печати;
	Пользуется основными приемами работы с паяльной пастой и трафаретной печатью

	- производить установку компонентов поверхностного монтажа;
	Владеет способами установки SMD компонентов

	- использовать оборудование для поверхностного монтажа;
	Подготавливает и настраивает полуавтоматы для поверхностного монтажа

	- производить визуальный контроль качества монтажа.
	Самостоятельно организует  контроль 
качества монтажа


1.3. Виды учебной работы и объем часов 
	Вид учебной работы
	Объем часов

по учебному плану

	Максимальная учебная нагрузка
	397

	Самостоятельная работа 
	112    

	Консультация
	30

	Обязательная учебная нагрузка 
	255

	в том числе:
	

	     теоретическое обучение
	119

	     лабораторные занятия
	136

	Учебная практика
	144 час. /4 нед.

	Производственная практика 
	432 час. / 12 нед.

	Промежуточная  аттестация проводится в форме: 
по ПМ. 01 Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники− экзамена; 

по МДК.01.01 Технология монтажа радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники – экзамена комплексного;

по МДК.01.02 Технология сборки радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники − экзамена комплексного;

по МДК.01.03 Монтаж электронной аппаратуры с использованием поверхностного (планарного) монтажа для электронных устройств− экзамена комплексного;

по УП.01.01 − дифференцированного зачета;

по ПП.01.01 − дифференцированного зачета.


2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
	Наименование разделов, 

МДК и тем
	Содержание учебного материала
	Домашнее задание


	Объем

часов



	МДК.01.01
	Технология монтажа радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники
	
	

	Введение
	Теоретическое обучение
Общая технология производства радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Техника безопасности при производстве РЭА

Охрана труда и промышленная санитария

Организация рабочего места
	ОИ-1гл 1
ОИ-1 гл 2

ОИ-1 гл 3

ОИ-1 гл 4
	2

2

2

2*

	Тема 1.1. Электромонтажные материалы
	Теоретическое обучение
Физические основы и способы выполнения  паяных соединений
Виды и характеристики  припоев  и флюсов   

Оборудование и инструменты для проведения пайки
	ОИ-1§12.1
ОИ-1§12.2,3 ОИ-1§12.4
	2

2

2

	
	Самостоятельная работа
Поиск информации и подготовка рефератов по темам: «Технология лужения и пайки», «Виды и характеристики  припоев, флюсов»
	
	10

	Тема 1.2.
Проводниковые изделия

	Теоретическое обучение
Типы  проводов и кабелей, применяемых в электронике 

Проводниковые изделия 

Монтаж и  крепление  проводов  
Жгутовое соединение проводов
	ОИ-1§13.1 

ОИ-4§3.12 ОИ 1§13.2

ОИ-1§13.3
	2

2

2

2

	
	Лабораторные занятия
Лабораторная работа № 1. Работа с монтажным инструментом, электрическим паяльником
Лабораторная работа № 2. Работа с обмоточными,  монтажными проводами  
Лабораторная работа № 2. Работа с обмоточными,  монтажными проводами  

Лабораторная работа № 3. Работа с установочными проводами и кабелями
Лабораторная работа № 4. Изготовление жгутов. 

Лабораторная работа № 4. Изготовление жгутов. 
	ОИ-2 гл1  

ОИ-2 гл1
ОИ 2 гл1
ОИ 2 гл1
ОИ-2 гл1
ОИ-2 гл1
	2

2

2

2

2

2

	
	Самостоятельная работа
Поиск информации и подготовка рефератов по темам: «Типы проводов и кабелей», «Правила и технология вязки жгутов»
	
	8

	Тема 1.3.
Электрорадиокомпоненты радиоэлектронных средств. Резисторы
	Теоретическое обучение
Электрорадиокомпоненты и поколение радиоэлектронных средств 
Входной контроль. Маркировка резисторов 

Технические требования к монтажу и креплению резисторов, требования на  демонтаж резисторов
	ОИ-3§1.1,2  
ОИ-3§1.3 ОИ-1§5.1
	2

2

2

	
	Лабораторные занятия
Лабораторная работа № 5. Формирование навыков навесного монтажа

Лабораторная работа № 5. Формирование навыков навесного монтажа

Лабораторная работа № 6. Работа по определению и измерению электрических параметров резисторов. 
Лабораторная работа № 6. Работа по определению и измерению электрических параметров резисторов. 
Лабораторная работа № 7. Способы формовки и установки резисторов. 

Лабораторная работа № 7. Способы формовки и установки резисторов.
	ОИ-2 гл 1
ОИ-2 гл 2 

ОИ-2 гл 2
	2

2

2

2

2

2

	
	Самостоятельная работа 
Подготовка презентации по темам: «Параметры  резисторов»,  «Резисторы специального назначения».
	
	8

	Тема 1.4
Электрорадиокомпоненты радиоэлектронных средств. Конденсаторы
	Теоретическое обучение
Маркировка конденсаторов

Требования к монтажу и креплению конденсаторов. Демонтаж конденсаторов
	ОИ-3§ 1.4  ОИ-1§5.2
	2

2

	
	Лабораторные занятия
Лабораторная работа № 8. Работа по определению и измерению электрических параметров конденсаторов.  
Лабораторная работа № 8. Работа по определению и измерению электрических параметров конденсаторов.  
Лабораторная работа № 9. Способы формовки и установки конденсаторов. 

Лабораторная работа № 9. Способы формовки и установки конденсаторов.
	ОИ-1§ 5.2 

ОИ-1§ 5.2 

ОИ-1 гл 5 ОИ-1 гл 5
	2

2

2

2

	
	Самостоятельная работа 
Поиск информации и подготовка реферата по теме: «Конденсаторы специального назначения».
	
	8

	Тема 1.5. Электрорадиокомпоненты радиоэлектронных средств. Полупроводниковые приборы
	Теоретическое обучение
Маркировка полупроводниковых диодов, транзисторов

Технические требования на монтаж полупроводниковых диодов, транзисторов
	ОИ-3§1.8,

9 ОИ-1 гл 7
	2

2

	
	Лабораторные занятия
Лабораторная работа № 10. Работа с  полупроводниковыми диодами.  
Лабораторная работа № 10. Работа с  полупроводниковыми диодами.  
Лабораторная работа № 11. Работа с  транзисторами.  
Лабораторная работа № 11. Работа с  транзисторами.  
Лабораторная работа № 12. Способы формовки и установки  полупроводниковых приборов. 
Лабораторная работа № 12. Способы формовки и установки  полупроводниковых приборов.  
	ОИ-2 гл 2
ОИ-2 гл 2
ОИ-2 гл 2 

ОИ-2 гл 2 ОИ-2 гл 2
ОИ-2 гл 2
	2

2

2

2

2

2

	Тема 1.6 Электрорадиокомпоненты радиоэлектронных средств. Интегральные микросхемы
	Теоретическое обучение
Понятия миниатюризации радиоэлектронной аппаратуры 

Типы интегральных микросхем
Маркировка микросхем и технология  монтажа
	ОИ-3§ 1.10 

ОИ-1§ 7.7
	2

2

2

	
	Лабораторные занятия
Лабораторная работа № 13. Работа  с  интегральными микросхемами
Лабораторная работа № 13. Работа  с  интегральными микросхемами
	ОИ-2 гл 2 
	2

2

	
	Самостоятельная работа 
Подготовка презентации по темам: «Миниатюризация РЭА»,  «Интегральные микросхемы».
	
	10

	Тема 1.7. Электрорадиокомпоненты радиоэлектронных средств. Катушки индуктивности и трансформаторы

	Теоретическое обучение
Катушки индуктивности, конструктивные параметры и свойства.

Трансформаторы, конструктивные параметры и свойства.
	ОИ-1§5.3 ОИ-3§ 1.5
	2

2

	
	Лабораторные занятия
Лабораторная работа № 14. Разработка технологического процесса изготовления катушек индуктивности
Лабораторная работа № 15. Изготовление катушек индуктивности


	ОИ-1§ 2.6 

ОИ-2§ 1.5
	2

2

	Тема 1.8. Электрорадиокомпоненты радиоэлектронных средств. Коммутационные устройства
	Теоретическое обучение
Коммутационные устройства  

Требования к монтажу и креплению коммутационных устройств  
	ОИ-1 § 2.10 

ОИ-1 § 2.10 
	2

2

	
	Лабораторные занятия
Лабораторная работа № 16. Распайка контактов коммутационных устройств 
Лабораторная работа № 16. Распайка контактов коммутационных устройств
	ОИ-2 гл 3
	2

2

	Тема 1.9
 Печатные платы
	Теоретическое обучение
Конструктивные виды печатного монтажа, технология  выполнения
Материалы печатных плат, методы прозвонки печатных плат

Техническая документация на изготовление печатных плат

Способы и средства сборки и монтажа печатных схем
	ОИ-3 § 12.1 ОИ-3 § 12.2

ОИ-3 § 12.2 ОИ-3 § 12.2
	2

2
2*
2

	
	Самостоятельная работа 
Поиск информации и подготовка рефератов по темам: «Катушки индуктивности, область применения», «Конструктивные виды печатного монтажа, технология  его выполнения».
	
	12

	Тема 1.10

Технология изготовления радиоэлектронных средств.

	Теоретическое обучение
Классификация технологических операций изготовления радиоэлектронных средств.

Основные виды сборочных и монтажных работ, основные электромонтажные операции
Характеристики технологических процессов. Технологическая документация

Технологическая  последовательность и приемы монтажа больших групп радиоустройств 
	ОИ-3§ 10.1

ОИ-3 § 10.1

ОИ-3§10.2,3 

ОИ-3§10.4,5
	1*

2

2

2

	
	Лабораторные занятия
Лабораторная работа № 17. Разработка единичного технологического процесса изготовления радиоэлектронных средств 

Лабораторная работа № 18. Разработка типовых технологических процессов изготовления радиоэлектронных средств 
	ОИ-3§ 10.1

ОИ-3§ 10.4

	2

2



	
	Самостоятельная работа
Выполнение индивидуального творческого задания
	
	5

	Тема 1.11 Выполнение схем различных типов

	Лабораторные занятия
Лабораторная работа № 19. Вычерчивание структурной и функциональной схем РЭА.
Лабораторная работа № 20. Вычерчивание  электрической принципиальной схемы РЭА. Выполнение перечня  элементов. 

Лабораторная работа № 20. Вычерчивание  электрической принципиальной схемы РЭА. Выполнение перечня  элементов.
	ОИ-1 

стр.154-165
	2

2

2

	
	Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуального творческого задания. Выбор радиоэлементов для электрической принципиальной схемы.
	
	8

	Тема 1.12
 Чертеж печатной платы
	Лабораторные занятия
Лабораторная работа № 21. Вычерчивание чертежа печатной платы. 

Лабораторная работа № 21. Вычерчивание чертежа печатной платы.
	ОИ-1  стр.152-164
	2

2

	
	Самостоятельная работа
Выполнение индивидуального творческого задания. Разработка чертежа печатной  платы
	
	6

	Тема 1.13 Сборочные чертежи

	Лабораторные занятия
Лабораторная работа № 22. Разработка и оформление сборочного чертежа РЭА.
Лабораторная работа № 23. Выполнение спецификации РЭА.
	ОИ-1  стр.152-164
	2

2

	
	Самостоятельная работа
Выполнение индивидуального творческого задания. Выбор вариантов формовки и  установки радиоэлементов для сборочных чертежей РЭА.
	
	6

	Тема 1.14 Выполнения комплекта КД с помощью САПР КОМПАС-График

	Лабораторные занятия
Лабораторная работа № 24. Вычерчивание электрической принципиальной схемы РЭА с помощью САПР КОМПАС-График.
Лабораторная работа № 25. Выполнения перечня элементов и спецификации РЭА с помощью САПР КОМПАС-График. 

Лабораторная работа № 25. Выполнения перечня элементов и спецификации РЭА с помощью САПР КОМПАС-График.
	
	2

2

2

	
	Самостоятельная работа
Выполнение индивидуального творческого задания.
	
	4

	МДК.01.02
	Технология сборки радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники
	
	

	Тема 2.1 Конструкции радиоэлектронных средств
	Теоретическое обучение
Классификация радиоэлектронных средств по функциональным  и конструктивным признакам

Принцип выбора и способы применения электромонтажных изделий и приборов

Устройство, назначение и принцип действия монтируемой аппаратуры и узлов 
	ОИ-3 §2.1

ОИ-3 §2.1 ОИ-3 §2.2
	2

2*

2

	
	Лабораторные занятия
Лабораторная работа №1. Чтение конструкторских документов 
Лабораторная работа №1. Чтение конструкторских документов
	ОИ-3§2.1 ОИ-3§2.1
	2

2

	Тема 2.2 Механизация и автоматизация технологических процессов сборки
	Теоретическое обучение
Роботизация технологических процессов сборки. Микропроцессорные системы управления технологическими процессами сборки

	 консп  
	2

 

	
	Лабораторные занятия
Лабораторная работа №2. Автоматизирование технологических процессов сборки 
Лабораторная работа №2. Автоматизирование технологических процессов сборки
	 
	2

2

	
	Самостоятельная работа 
Подготовка презентации по теме «Роботизация  технологических процессов сборки»
	
	5

	Тема 2.3 Классификация соединений и области их применения
	Теоретическое обучение
Электромонтажные соединения. Основные методы и способы выполнения склеивания и герметизации элементов

Способы сварки, порядок выполнения сварочных операций. Конструктивные формы монтажа, содержание и последовательность основных этапов
	ОИ-3§13.1,2 

ОИ-3 §13.3,4
	2

2



	
	Лабораторные занятия
Лабораторная работа №3. Внутри- и межблочный монтаж 
Лабораторная работа №3. Внутри- и межблочный монтаж
	ОИ-3 §13.1
	2

2

	
	Самостоятельная работа 
Поиск информации и подготовка реферата по теме: «Сборка и монтаж на печатных платах»
	
	7

	Тема 2.4 Технологические системы производства радиоэлектронных средств
	Теоретическое обучение
Структура и виды производственного процесса. Технологичность конструкций
	ОИ-3§10.1,4
	2

	
	Лабораторные занятия
Лабораторная работа №4. Работа с т технологической документацией 
Лабораторная работа №4. Работа с т технологической документацией
	ОИ-3§10.2 ОИ-3§10.4
	2

2

	Тема 2.5 

Контроль качества
	Теоретическое обучение 

Контроль качества радиоэлектронных средств. 
Правила и технология выполнения демонтажа узлов, блоков радиоэлектронной аппаратуры с частичной заменой деталей и узлов

Приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, выполненных способом объемного монтажа, правила демонтажа печатных плат
	ОИ-3§14.2,3 

ОИ-3§14.3 
	2

2
2

	
	Лабораторные занятия
Лабораторная работа №5. Определение дефектов монтажа и сборки  радиоэлектронных средств 
Лабораторная работа №5. Определение дефектов монтажа и сборки  радиоэлектронных средств
	ОИ-3§14.2 ОИ-3§14.2
	2

2

	МДК.01.03
	Монтаж электронной аппаратуры с использованием поверхностного  (планарного) монтажа
	
	

	Тема 3.1. Компоненты для поверхностного монтажа
	Теоретическое обучение
Технические данные и маркировка  резисторов, конденсаторов

Технические данные и маркировка полупроводниковых компонентов

Типы корпусов  компонентов
	ОИ-3 §13.4

ОИ-3 §13.4 ОИ-3 §13.4
	2

2

2

	
	Лабораторные занятия
Лабораторная работа №1 . Определение параметров  SMD компонентов
Лабораторная работа №1 . Определение параметров  SMD компонентов
Лабораторная работа №2 . Определение типов корпусов SMD компонентов
Лабораторная работа №2 . Определение тиров корпусов SMD компонентов
	ОИ-3 §13.4

ОИ-3 §13.4

ОИ-3 §13.4 ОИ-3 §13.4
	2

2

2

2

	Тема 3.2. Материалы и оборудование для нанесения припойной пасты
	Теоретическое обучение
Припойная паста, клеи. 

Типы печатных плат  
Способы нанесения припойной пасты, клея
	ОИ-3 §13.4

ОИ-3 §13.3 ОИ-3 §13.3
	2

2

2

	
	Лабораторные занятия
Лабораторная работа № 3. Нанесение припойной пасты на печатные платы с помощью дозатора 

Лабораторная работа № 3. Нанесение припойной пасты на печатные платы с помощью дозатора
	ОИ-3 §13.4

ОИ-3 §13.3
	2

2

	
	Самостоятельная работа 
Поиск информации и подготовка рефератов по темам: 
Мотивация отказа от свинца и переход на бессвинцовую технологию 

Оптимизация процесса трафаретной печати
	
	6

	Тема 3.3 
 Установка компонентов  на печатные платы
	Теоретическое обучение
Установка компонентов  на печатные платы

Полуавтоматическое оборудование для установки компонентов  

Автоматизированное оборудование для установки компонентов  
	ОИ-3 §13.4

ОИ-3 §13.3

ОИ-3 §13.3
	2

2

2

	
	Лабораторные занятия
Лабораторная работа № 4. Установка компонентов  на печатные платы
Лабораторная работа № 4. Установка компонентов  на печатные платы
Лабораторная работа № 4. Установка компонентов  на печатные платы
	ОИ-3 §13.4

ОИ-2с31-40 ОИ-2с31-40 
	2

2

2

	
	Самостоятельная работа
Подготовка сообщения  по теме: «Автоматизированные линии поверхностного монтажа электронных компонентов»
	
	6

	Тема 3.4. 

Способы оплавления припойной пасты и применяемое оборудование.

	Теоретическое обучение
Паяльные станции с контактным нагревом 

Паяльные станции с микропроцессорным управлением 

Конвейерные конвекционные печи 

Пайка волной припоя 

Пайка в парогазовой фазе, лазерная пайка
	ОИ-3 §13.4

ОИ-3 §13.3   ОИ-3 §13.4

ОИ-3§13.3,4   ОИ-3§13.3,4 
	2

2*
2

2

2

	
	Лабораторные занятия
Лабораторная работа № 5. Способы оплавления припойной пасты
Лабораторная работа № 5. Способы оплавления припойной пасты
	ОИ-3 §13.4

ОИ-2с31-40
	2

2

	Тема 3.5.
 Типовой технологический процесс монтажа печатных плат с применением SMD –компонентов.
	Теоретическое обучение
Типовой  технологический процесс 

Разработка типового технологического процесса
	ОИ-3 §10.2

ОИ-3 §10.3
	2

2

	
	Лабораторные занятия
Лабораторная работа № 6. Разработка технологического процесса монтажа
Лабораторная работа № 6. Разработка технологического процесса монтажа
Лабораторная работа № 6. Разработка технологического процесса монтажа
	ОИ-3 §10.2

ОИ-3 §10.3 ОИ-2 §10.3
	2

2

2

	Тема 3.6.
Контроль качества
	Теоретическое обучение
Оборудование для контроля качества сборки печатных плат

Дефекты поверхностного монтажа
	ОИ-3 §14.2

ОИ-3 §14.3
	2

2

	
	Лабораторные занятия
Лабораторная работа № 7. Определение дефектов на печатной плате 
Лабораторная работа № 7. Определение дефектов на печатной плате 
Лабораторная работа № 8. Методы устранения дефектов на печатной плате 
Лабораторная работа № 8. Методы устранения дефектов на печатной плате 
	ОИ-3 §14.2

ОИ-3 §14.3

ОИ-3 §14.2

ОИ-3 §14.3
	2

2

2

2

	
	Самостоятельная работа
Подготовка сообщения по темам: «Дефекты поверхностного монтажа», «Автоматизированный и неавтоматизированный контроль качества сборки печатных плат».
	
	8

	УП.01.01 Учебная практика
Виды работ

1. Прохождение инструктажа на рабочем месте. 
2. Крепление монтажных  проводов на лепестках разными методами.

3. Монтаж схемы параллельного и последовательного соединения резисторов.

4. Монтаж конденсаторов на печатную плату.

5. Монтаж разъемов, реле, переключателей.

6. Намотка катушек индуктивности. 

7. Монтаж полупроводниковых приборов на печатную плату. 
8. Демонтаж резисторов, конденсаторов, полупроводниковых приборов. 
9. Поиск и устранение дефектов пайки на печатной плате.

10. Сборка устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники различной сложности.
        11. Составление технологического процесса выполнения  работ.
	144час. /4нед.

	ПП.01.01 Производственная практика 
Виды работ
1. Ознакомление с предприятием. 

2. Изучение технической документации.

3. Выполнение работ  по монтажу и сборке радиоэлектронной аппаратуры.
	432 час. / 12 нед.

	Максимальная учебная нагрузка
	397

	Консультация
	30


3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

реализация профессионального модуля предполагает наличие следующих учебных 

лабораторий:

- электроматериаловедения;

мастерских:

- слесарных работ;

- электромонтажные.

технических средств обучения: 

1. Персональный компьютер.

2. Мультимедийный проектор с экраном.

3.Плакаты, опорные конспекты, типовые технологические процессы, технологические карты, образцы работ, комплекты радиокомпонентов, справочники, технологическая и конструкторская документации, отраслевые стандарты, инструкции.

оборудования и технологического оснащения рабочих мест, определенных для проведения лабораторных и практических занятий: 

- стол рабочий "Комфорт" СР-12 ESD RAL 7035 1200/700мм;


- стул лабораторный антистатический VKG C-100 ESD
;

- система паяльная -ST 25E PS;

- минитермофен с подставкой и наконечником 1121-0338 -TJ-70;

- антистатический коврик;

- антистатический браслет;


- паяльно-ремонтная станция ERSA REWORK 80, в состав которой входят:

а) блок питания с двумя независимыми насосами для работы автономно без внешнего компрессора;

б) управляющий модуль HCS800G для работы с горячим воздухом и с инертным газом;

в) управляющий модуль TCD 800 с эргономичным микропаяльником СТА20 и термопинцетом ТС40 с различными насадками для демонтажа SMD- компонентов;

г) вакуумный манипулятор Vac-Pen 20 для ручной установки SMD- компонентов;

- паяльные станции ERSA с микропроцессорным управлением температуры жала паяльника;

- комбинированный тестер-стенд Elmi SVR-SR2 для ежедневной предоперационной проверки антистатической обуви и браслетов заземления;

- система визуального контроля BGA-200 для формирования и передачи видеоизображения на видеомонитор с целью контроля качества паяных соединений

- полуавтомат ММ500 со встроенным микрокомпьютером, предназначенный для управления процессом установки на печатные платы поверхностно монтируемых компонентов(SMD) и нанесения на печатные платы паяльной пасты или клея;

- конвейерная печь Breeze SMRO-0253/0403 для спаивания гибридных плат, SMT плат (технология поверхностного монтажа) и вулканизирования клея или оплавления паяльной пасты;

- принтер SEF Roboter 548.07 для нанесения паяльной пасты и клея для SMD компонентов  с помощью сетки или металлического трафарета;

- паяльные станции ERSA с микропроцессорным управлением температуры жала паяльника.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Петров, В.П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники : учебник для нач. проф. образования / В.П. Петров. - М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 272 с.

2. Петров, В.П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум : учеб. пособие для студ. Учреждений сред. проф. образования / В.П. Петров. - М.: Издательский центр «Академия», 2016.- 176 с.
3. Баканов, Г.Ф. Конструирование и производство радиоаппаратуры: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Ф. Баканов, С.С. Соколов. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 384 с.

4. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования / Л. В. Журавлева. - 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 352 с.

5.   www. ascon.ru
6. Https://ru.savefrom.net/#url=http://youtube.com/watch?v=_2d3kqnmhng&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com
7. Https://www.youtube.com/watch?v=esmi0xzettu
РАССМОТРЕНО





на заседании цикловой комиссии 
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